
SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 开场

光进入机架之后，怎样让任务继续跑

现场 PM-A / PM-B ；共 46 张原始照片 01

OCP 第二天下午 · 独立现场记

宽并行光学 → 封装与连接 → 链路韧性

2026.10.14 · System Boundary



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 架构与需求

先把四种扩展放回各自的位置

PM-B-01 、 04 ；转写 00:00–00:46 、 08:04–09:28 02

01

Scale-in ：封装内、芯片与存
储之间

02

Scale-up ：多个加速器形成
紧耦合计算域

03

Scale-out / across ：更大网
络与跨数据中心



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 microLED

Avicena：把高速串行改成宽并行

PM-B-04 、 05 、 26 ； S01–S02 03

01

µLED 阵列 + PD 阵列 + ASIC 
+ 微透镜 + 纤路

02

Scale-up 与 scale-in 共用
并行架构思路

03

主机若仍是高速 SerDes ，适
配开销仍要计算



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 microLED

1 Tb/s 已进入评估；更高密度仍是目标

PM-B-03 ； S01 ；指标为厂商主张 / 路线目标 04

已披露评估平台

1 Tb/s 级 eKit

最多 335 通道
每路最高 3 Gb/s

现场方向

<1 pJ/bit

>200°C

>10 Tb/s/mm 或 mm²

待定义条件

功耗参考面
温度 / 距离 / 寿命
同时工作通道数



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 microLED

连接器正在进入宽并行光路

PM-B-04 ； S02 ；接口问题为工程分析 05

01

光纤束、多芯光纤与波导是不
同实现

02

MPO 外形 ≠ 与传统 MPO 光
学互通

03

核心是逐通道映射、损耗、串
扰和维修



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 机架与封装

一排机架成为计算单元

S03–S04 ；依据公开资料重绘的架构概念 06

计算机架

计算托盘 / 加速器
光 I/O 与冷却
可维护单元

光互连

跨机架纤路
前面板可换光源
结构化布线

交换机架

统一 scale-up 域
1024+ 参考目标
系统级联合验证



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 机架与封装

托盘里，光纤也是机械结构的一部分

S04 ；托盘结构的工程分析 07

系统约束

工作负载 / 拓扑
可维护单元
供电与冷却

托盘整合

光纤回路 / 弯曲
冷板与水管
装配和返修顺序

光电接口

光引擎 / 光源
耦合与热应力
逐通道测试



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 机架与封装

热协同设计仍要接受动态负载验证

S05 ；热协同设计的工程概念示意 08

静态模型

给定功率
材料与几何
冷却边界

动态验证

负载跃迁
温度时间轨迹
光学与电气响应

系统结果

BER / 重训练
任务进度
维护与循环寿命



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 连接与制造

Corning：安装工时也会成为规模瓶颈

PM-B-12 ；转写 30:09–33:22 。工时为演讲模型 09

01

现场模型：约 1k → 45k
纤 / 机架

02

按 16F 跳线及每端作业时间计
算

03

420 小时是模型工时，不是普
遍部署实测



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 连接与制造

扩束连接：用光斑面积降低污染敏感性

PM-B-13 、 14 ； S08 10

01

PRIZM TMT ：透镜、插芯与被
动定位

02

现场比较：反复插拔且不清洁
的 ΔIL

03

低污染敏感性不等于免清洁、
免检查



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 连接与制造

从插得上，到制造得出来

PM-B-15–17 ；转写 39:03–41:33 ；计划与交付阶段分开 11

01

16F 现有设计， 32F 为路线图

02

现场： 90 天制造导入、 2 天
既有产线转换

03

0.5 dB 是目标路径，非已保证
规格



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 内外激光与功耗

TeraHop：把激光留在 NPO里面

PM-B-18 、 23 ；演讲主张，非独立复测 12

01

Diablo-1 ： 6.4T NPO ，集成
激光

02

专用冷板与独立热区域

03

现场宣称约 5.5 pJ/bit ，含内
部激光



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 内外激光与功耗

初步眼图与一公里演示说明了什么

PM-B-21 、 22 ；原图标题为 Prelim. Test Data 13

01

Preliminary Test Data ：初步
测试

02

约 12 dB 指 ASIC 至 NPO 电
通道插损

03

1 km 照片不等于全温、全通
道、长期验收



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 内外激光与功耗

同一张功耗图，可能混着不同边界

PM-B-26 ；比较方法为独立工程分析 14

01

器件 → 光引擎 → 端点 → 完整
链路

02

反向 gearbox 与主机接口不
能漏计

03

同方向、同吞吐、同距离再比
较



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 内外激光与功耗

Open CPX：开放接口与路线图分开读

PM-B-27 ； S06–S07 15

01

1.0 ： 32/36 × 200G；
6.4/7.2T

02

内置 / 外置光源、铜 / 光与模
块管理

03

64/72 × 200G 及 400G/lane
属于后续计划



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 可靠性与韧性

永久失效与短暂掉线，是两类统计

PM-B-25 ； PM-A-13 、 18 ；转写 26:40–27:16 16

01

器件 FIT ：永久失效与寿命数
据

02

Flap-FIT ：链路短暂 down/
up事件

03

Job impact ：恢复是否赶得
上任务超时



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 可靠性与韧性

规模放大的是暴露面，不是每颗器件突然变差

PM-A-14 ； NOT indicative of field data ；模型解释为工程复算 17

01

总事件率约等于各独立通道事
件率之和

02

示例： 1024 GPU 、 10k 
Flap-FIT

03

约 0.76 小时 MTBF；约 0.5 小
时为 50%首次事件时间



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 可靠性与韧性

Marvell的 3R：活下来、恢复、减少重演

PM-A-07–09 18

01

Redundancy ：独立路径与
故障域隔离

02

Resiliency ：本地检测、快速
切换

03

Reliability ：遥测、关联分析
与群体修复



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 可靠性与韧性

遥测的终点，是可执行的恢复动作

PM-A-09 、 19 ；转写 32:27–36:47 19

01

物理层 → 链路重试 → 链路层 
→ 应用 → 系统

02

需要知道故障会持续多久、何
时可恢复使用

03

告警、状态、隔离与回归策略
应统一



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 可靠性与韧性

Ranovus：平均 BER掩盖不了突发错误

PM-A-10–12 20

01

低延迟 FEC意味着更低的原始
误码要求

02

突发误码可能很短，却触发重
试或掉线

03

温度、机械、污染、电源、固
件都要入测试



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 可靠性与韧性

800G端口：一条大管道，还是四条可切换路径

PM-A-15–17 ；理论端点示例 21

01

示例： 1×800 模式与 4×200
模式

02

单 lane失效后能否降级继续
传输

03

关键在 NIC 内部的数据能否及
时换路



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 可靠性与韧性

把共因故障画出来，再谈冗余收益

PM-A-17–18 ；概率关系有独立性前提 22

01

同光源、连接器、电源或交换
芯片可能同失效

02

p⁴只适用于相应独立假设

03

分散故障域也会增加布线与管
理复杂度



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 跨日连接

把三条宽并行路线放在同一套问题里

首日 Credo 与第二天 LightXcelerate 现场材料； PM-B-03–05 ； S10 23

Credo

完整线缆系统
Gearbox / 监测
备用与管理通道

LightXcelerate

µVCSEL / PD / EIC

19 芯 MCF 耦合
单 lane 与全阵列分开

Avicena

µLED宽并行
评估平台已披露
原生集成继续演进



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 产业协作

四类供应商，可以从同一份验证表开始

基于现场材料的联合验证建议；不代表任何既定合作安排 24

光纤 / 连接器

映射与定位
损耗 / 串扰
弯曲与污染

材料 / 器件

热膨胀与应力
带宽与偏置
逐通道分布

模组 / 系统

完整功耗
遥测与故障域
任务恢复



SYSTEM BOUNDARY / OCP 2026 收束

结尾：带宽能交付，故障能收敛

综合现场披露与公开资料； 2026.10.14 25

能耗要算完整；指标要写边界

连接和散热要进入共同设计

每一次链路恢复，都要回到任务结果
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